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	序号
	货物名称
	数量
	预算（万元）
	交货期

	1
	电子束焊接平台
	1
	1050
	合同签订后4个月
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本项目合作为“交钥匙”工程。投标方需提供电子束焊接平台一套，以及2.4.2所示部件的焊接工艺方案。
2.1、设备的主要用途及功能
电子束焊接平台用于大型构件的真空电子束焊接。
2.3、工作条件
环境温度：15～30℃；相对湿度：≤75%。
2.4、技术性能指标要求
2.4.1 电子束焊接平台技术要求
电子束焊接平台应充分保证设备运行和人员操作时的安全，以及系统周边区域人员的安全，其辐射、噪声和烟尘排放符合国家环保法规。设备验收不低于ISO 14744-1～6：2008要求。
电子束焊接平台所含设备均应是全新设备，系统设计合理且具有良好的质量和性能，所选部件精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快，维修和操作方便，能适应长期、稳定的生产需求，并在满足产品焊接质量的前提下，优化配置以降低成本。
（1）焊接工作真空室
合理规划电子枪运动机构、工件运动机构和电子束工作距离，合理控制真空室体积。
真空室材料对电子束流的干扰不影响焊缝质量。
焊接过程中真空密封可靠，不影响焊缝质量。
真空室内腔表面放气率满足抽气时间和焊接工作真空度要求。
真空室X射线泄漏率应满足钨靶在最大功率状态下，距室壁表面50mm处X射线剂量当量率≤2.5μSv/h。
真空室壁上应有适当数量的观察窗和电线电缆接口，室内有可靠照明。
（2）真空系统
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]真空系统能够满足电子枪真空室和焊接工作真空室的动态真空度要求，从大气抽到5× 10-2 Pa的时间≤45min，能在室温条件下长期、连续、稳定、可靠工作；抽气机组运行稳定可靠；真空度测量系统能实现精确测量。
（3）运动系统
运动系统须满足2.4.2所示部件的焊接要求，至少包括：X/Y工作台、引出平台、翻转台和尾座；根据需要配置电子枪的运动机构。
X/Y工作台、引出平台、翻转台和尾座的承载能力应满足2.4.2所示部件需求，并充分考虑焊接工装、操作人员重量；其中X/Y工作台承载不少于30吨，工作台带有T型槽，便于变位机构、回转机构和夹具等附件的安装、拆卸；翻转台花盘直径φ≥1500mm。
各运动轴在工作速度范围内可连续调整，直线工作台运动速度稳定度优于±1%，定位精度≤±0.06mm，重复定位精度≤±0.03mm。变位机构和回转机构（根据需要选用）等旋转运动的轴向与径向跳动≤±0.1mm，速度稳定度优于±1%。旋转轴定位精度0.05°。
运动系统的润滑、表面质量等不影响工作真空度要求。
运动系统产生的磁场对电子束流的干扰不影响焊缝质量。
（4）冷却系统
冷却系统可实现抽气泵组和电子枪的自动冷却循环并满足其使用要求，且能够实现自动控制。
2.4.2 部件焊接工艺要求
（1）上窗口插件
零件尺寸：1360mm×1354mm×5517mm；W1~W10要求电子束焊接。W1~W8为纵焊缝，长约4218mm（厚55mm）、3352mm（厚55mm）；W9~W10为径向矩形（带圆角）环焊缝，边长L1=1054mm、L2=1004mm、R=185mm，板厚t=60mm。
[image: 图示

描述已自动生成]
[image: 图示
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图1 上窗口插件电子束焊缝
（2）赤道窗口插件
零件尺寸：2400mm×1948mm×2897mm；W1~W10要求电子束焊接。其中W1~W8为纵焊缝，长约1687mm（厚60mm）+430mm（厚27mm）；W9~W10为径向矩形（带圆角）环焊缝，边长L1=2141mm、L2=1694mm、R=130，板厚t=60mm。
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图2 上窗口插件电子束焊缝
上述部件的电子束焊接工艺要求如下：
1）电子束焊缝均为单面焊，并满足全焊透要求。
2）电子束焊缝质量须达到ISO 13919-1:1996 B级或GB/T 22085.1-2008 B级。
3）中标方应进行必要的焊接工艺试验，焊接工艺试验方案须与招标方协商并由招标方见证试验过程，焊接试件由招标方提供。
2.5 技术服务要求及质保要求
2.5.1 电子束焊接技术服务要求
中标方负责电子束焊接平台的设计、制造、安装和调试。
中标方提供合理的、经济的、切实可行的各部件电子束焊接工艺方案（包含工装、夹具、焊接工艺参数、焊接顺序、焊接位置等）并对其可行性负责。招标方负责部件焊接工装制造及该部件的焊接生产；中标方协助招标方完成首件上窗口插件、赤道窗口插件的电子束焊接，并对招标方在焊接生产过程中遇到的现场问题及时提供技术支持。
2.5.2 技术资料
中标方应提供以下技术资料：
（1）设备操作使用说明书、部件装配图、传动系统图、润滑图及润滑说明。
（2）设备电气原理图、电气布置图、电气使用说明书、CNC系统操作手册、编程手册、维修手册、连接手册、伺服系统使用说明、伺服系统维修手册、连接手册、机床参数、PLC程序清单和编程手册。
（3）提供设备三视图（布局图）、基础图。
（4）设备的备品备件清单、图纸。
（5）主要外购部件的使用维修说明书和制造厂家名称、地址及订货号。
（6）全套软件及其备份、向招标方提供软件免费升级服务。
（7）2.4.2所示部件焊接技术方案详细文件和所涉程序。
（8）合同签订后中标方需对设备安放场地进行实地探勘并于一个月内向招标方提交设备安装基础图纸及平面布置图纸。如因中标方对设备安放场地评估不充分或提交的图纸有误，从而影响到最终设备的安装，相应的责任及费用均由中标方承担。
2.5.3 备品备件
中标方提供必要的备品备件，并提供备件名称、型号、规格、使用部位、制造厂商及采购地址，以及备件数量、单价、总价。
2.5.4 运输、安装、调试
（1）设备由中标方负责包装、运输、安装及调试。
（2）包装采用全新的坚固木箱，适合长期海运及内陆运输要求, 须防震、防水、防锈；中标方对运输过程中设备安全负责。
（3）设备到达投标方后，投标方通知中标方到现场共同开箱检查。
（4）招标方负责对设备安装场地的地面加固，提供用于设备卸载、定位和装配的通道、工具、起重设施以及相应的水电气条件，并安排人员配合中标方的安装调试工作。 
（5）安装调试及终验收所用的专用工具、量具由中标方自备。
（6）安装调试期间中标方应该详细全面解答招标方提出的操作、维修、工艺和编程等方面的全部技术问题。
2.5.5 售后服务
在设备保修期内，中标方对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费更换，所更换部件保修期从更换日期起重新计算。
设备保修期为签署终验收报告之日起一年，数控系统两年。在保修期内，若因设备故障造成招标方停工，中标方应在12小时内答复，48小时内排除故障。
中标方负责解决招标方在上窗口插件、水平窗口插件部件焊接工艺方案实施过程中的现场技术问题，并在收到招标方问题24小时之内给出回复或到达招标方设备使用现场。
培训在招标方设备安装场地进行，对招标方的技术人员、操作人员（操作、编程、保养、维修等）安排培训指导，至招标方相关人员可以独立操作使用设备系统。
2.6、验收标准及验收程序	
（1）设计方案审查
图纸设计完成后应经招标方审查，投标方对电子束焊接系统设计的合理性和性能最终负责。
（2）验收内容
验收内容包含外观质量、备品备件检验、焊接试验及报告、辐射剂量检验、技术资料验收等，以及2.4.2所示部件的焊接工艺方案验收。
（3）检验标准
ISO 14744-1～6和相关行业标准的规定，以及本规范文件的要求。投标文件中应列明有关标准的重要具体内容。
（4）预验收
中标方对招标方采购的焊接平台进行自检验收。预验收前，招标方对焊接试板进行无损检验、解剖分析、焊接接头力学性能测试等，各项目均应达到有关标准要求。
双方在中标方现场共同进行2.5（2）所示内容的预验收，其中焊接试验为包含弧段和直线段的对接结构，预验收中全部工、检、量具以及工艺、编程全部由中标方提供。预验收试件由中标方随合同货物发运回招标方。
（5）终验收
终验收包括设备系统（电子束焊接平台）验收和工艺（验证件）验收，两项验收均完成，视为终验收完成。
电子束焊接平台终验收：设备在招标方现场完成安装调试后，双方共同进行2.5（2）所示内容的终验收。设备系统经连续稳定运行3天后，双方签署设备终验收报告。
工艺验证件验收：中标方协助招标方完成2.4.2所示部件焊接工艺方案的现场实施和验证，部件焊后经招标方质量部门检测合格，双方签署工艺终验收报告。 
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Figure 2. Upper Port Plug structure and general dimensions.
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Figure 3. Equatorial Port Plug structure and general dimensions.
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采购 需求及技术规格要求   1 、 货物需求一览表  

序号  货物名称  数量  预算（万元）  交货期  

1  电子束焊接平台  1  1 050  合同签订 后 4 个月  

2 、 工程技术要求   本项目合作为“交钥匙” 工程 。 投标 方需 提供电子束焊接 平台 一套 ，以及 2. 4. 2 所示部件的 焊接工艺方案。   2. 1 、 设备的主要用途及功能   电子束焊接平台用于 大型构件的 真空 电子束焊接。   2.3 、 工作条件   环境温度： 15 ～ 3 0 ℃；相对湿度：≤ 75% 。   2.4 、 技术性能指标要求   2. 4.1   电子束焊接平台技术 要求   电子束焊接 平台 应充分保证设备运行和人员操作时的安全，以及系统周边 区 域 人员的安全，其辐射、噪声 和 烟尘排放符合国家环保法规。设备验收不低于 ISO  14744 - 1 ～ 6 ： 2008 要求。   电 子 束焊接 平台 所含设备均应是全新设备，系统设计合理且具有良好的质量 和性能，所选部件精度高、可靠性好、抗干扰能力强、响应速度快，维修和操作 方便，能适应长期、稳定的生产需求，并在满足产品焊接质量的前提下，优化配 置以降低成本。   （ 1 ） 焊接工作真空室   合理规划电子枪运动机构、工件运动机构和电子束工作距离 ，合理控制真空 室体积 。   真空室材料对电子束流的干扰不影响焊缝质量。   焊接过程中真空密封可靠，不影响焊缝质量。   真空室内腔 表面 放气率满足抽气时间和焊接工作真空度要求。   真空室 X 射线泄漏率应满足钨靶 在最大功率状态下，距室壁 表面 50mm 处 X 射线剂量当量率≤ 2.5μSv/h 。  

